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⾼效精准芯动，驱控AI时空

01 02

公司简介
雷赛智能(SZ.002979)是世界运动控制⾏业的领先企业和知名品牌
深圳市雷赛智能控制股份有限公司是智能装备运动控制领域的全球知名品牌和⾏业领军企业。⾃1997年成⽴以来，雷赛智能⼀直以
“聚焦客⼾关注的挑战和压⼒，提供有竞争⼒的运动控制产品与解决⽅案，持续为客⼾创造最⼤价值”为企业使命、以“成就客⼾、共创共
赢”为企业经营理念、聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制卡、运动控制PLC等系列精品的研发、⽣产、销售和服务，
并通过锲⽽不舍、点点滴滴的持续努⼒来成就客⼾梦想和实现共同成⻓。

经过⼆⼗多年如⼀⽇的产品创新、市场开拓和应⽤服务，雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决⽅案提供商。由于雷赛产
品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势，在电⼦、半导体、物流、新能源、机器⼈、机床、医疗等⾏业获得上万家优秀设备⼚家的⻓期使
⽤，且远销美国、德国、印度等60多个国家。

20000+
优秀设备厂家

3000万+
轴伺服与步进系统

1����中国⾸批专业运动控制企业

20+��年专注运动控制⾏业

20000+��家优秀设备客⼾

3000万+��轴各⾏各业的成熟应⽤

实现「稳定可靠」的品牌承诺

200+�全球经销伙伴��

深圳雷赛智能总部
南⼭智⾕ 深圳雷赛智能制造基地

上海雷赛机器⼈产业园

ST

��������半导体被称为“⼯业粮⻝”，近年来在国内政策加码、⼤基⾦扶持持续进⾏的背景下，我

国半导体产业蓬勃发展，特别2024年我国由最⼤芯⽚进⼝国锐变为最⼤芯⽚出⼝国。

��������在国家政策和资⾦扶持引导下，国内企业⾃主创新能⼒进⼀步提升，半导体核⼼技术的

国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强。

��������经过逾10年半导体⾏业设备的技术积累和产品⼯艺⾃主研发，雷赛智能坚持⾛⾏业定

制化开发技术路线，不断推出满⾜客⼾近乎苛刻⾼效率⾼精度的产品⽅案，⻓期陪伴国内

⻰头企业的产品更新及技术发展过程中形成了部分产品的创新与突破，并不断迭代，逐渐

成⻓为诸多半导体国产设备商的核⼼供应商。

��������特别是半导体封测设备⽅⾯，助⼒国产设备不断超越进⼝，完成国产替代。

��������随着中美在AI⼤模型算⼒之争加剧，雷赛智能将继续加⼤研发投⼊，推动技术创新，为

国产半导体设备供应链安全和⾃主可控贡献⾃⼰的⼒量。
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⽅案特点

⾼稳定性

主控产品⽀持环⽹冗余，开发定制了满⾜⾏
业需求的⼀些硬件级信号触发与捕捉类和
逻辑输出的安全功能，伺服⽀持STO与电压
跌落等。

⾼效率

整体解决⽅案E总线最低⽀持62.5us总线
周期，与上位机硬件级指令交互，⽀持⾼阶
速度曲线规划与⼯艺指令缓存。

⾼精度

主控⽀持⾼阶⼀维与⼆维螺距补偿和全新
前瞻轨迹算法，伺服⽀持位置全闭环、⼒控
全闭环、⻰⻔双驱等。

⽅案配套

⼀拖多的伺服与开闭环步进，可节省空间
40%，省成本、省⼈⼯、省线材，低压伺服与
五相步进完美配套。

⼯艺流程

⽬录

IC固晶机解决⽅案

软焊料固晶机解决⽅案

05

08

转塔分选机解决⽅案 11

03 04

平移式分选机解决⽅案

探针台解决⽅案

划⽚机解决⽅案

14

17

20

因为半导体⾏业产品⼯艺复杂、制程⻓，并且需求量⼤，因此对⾃动化解决⽅案提出了严格的要求，主要包括
⾼稳定性、⾼精度、⾼效率以及专⽤产品配套。

晶圆寻边机解决⽅案 23

背⾯减薄 晶圆切割 贴⽚ 引线键合 模塑 切筋/成型 终测

单晶硅⽚制造

前道⼯艺

后道⼯艺

拉单晶 磨外圆 切⽚ 倒⻆ 磨削或研磨 CMP

扩散 薄膜沉积 光刻 刻蚀 离⼦注⼊ CMP ⾦属化 测试

进⾏检测并重复若⼲次
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设备介绍

⼯艺流程

IC固晶机解决⽅案

IC固晶机是将硅基半导体晶⽚，粘合在以铜为材料的框架上，为后段邦线、封装做基础。

芯⽚尺⼨:�0.3MM�X0.3MM�~�4MM�MM

效率：15�~�20K

需求：定位精准、快速整定、平稳⾼效

系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

雷赛

雷赛

雷赛

运动控制卡

扩展模块

远程IO模块

远程IO模块

远程IO模块

伺服

伺服

闭环步进

闭环步进

闭环步进电机

DMC-E5032S-A32-P04-PCIe

EM03DE-E4

R2EC

PM-3200-1

PM-0032-1

L7EC-L006

L8EC-L003

CL3B-EC507

CL3B-EC503

CME系列

05 06

DMC-E5032

L8ECL L8ECL L7ECL L7ECL CL3BCL3B

R2模块

L7ECL

⼯控机

送料轨道

⽀架⼊料
区域

⽀架出料
区域

固晶
区域

晶圆盘

左
点

胶

右
点

胶

上料机械
⼿ /Y Z

轨道调宽轴

晶圆盘
X/Y/R

焊臂R+
⾳圈

焊臂X

焊臂Y夹⽖1 夹⽖2 夹⽖3 夹⽖4

右点胶
X/Y/Z

左点胶
X/Y/Z

⾏业痛点

�UPH难以突破15K1

��⾼速运⾏，胶不均匀，易堆积2

⻓时间运⾏，稳定性性差，UPTIME低3
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⽅案特点

实现价值

机台稳定性

⻜拍功能

UPH

指令耗时

01

02

03

04

振幅降低10%T型加减速 削尖峰功能
FROM TO

缩短30%停顿拍照 运⾏中拍照
FROM TO

提升10%15000pcs 16000pcs
FROM TO

提升10倍20us 2us
FROM TO

�部分⼯艺功能定制1

�主控兼容多家从站2

指令耗时低、运⾏周期短3

不同⼚家替换兼容性4

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

异常问题追溯-⿊匣⼦功能6

设备介绍

⼯艺流程

软焊料固晶机解决⽅案

软焊料固晶机
����中� ⼤功率器件封装⼯艺
����采⽤软焊料进⾏粘⽚
固晶⼯序：引线框架加热、点锡、固晶、降温。
装⽚区域的⼯作温度较⾼，⼀般在400℃左右。引线框架进⼊加热区域后，⾃⾝温度逐渐上升，并保持在锡丝熔点温度形成恒温。
装⽚⼯艺结束后，引线框架轨道被搬运出加热区，并在冷却机构的作⽤下，温度逐渐降低⾄常温。
需求：定位精准、快速整定、平稳⾼效

点
锡

平
台

点
锡

平
台

送料、
加热轨道

⽀架
⼊料
区域

⽀架
出料
区域

晶圆盘 固晶区域

1 2

晶圆盘
X/Y/R

焊臂X

焊臂Y
右点锡
X/Y/Z
+R

⾏业痛点

�定位精度⾼，定位偏差在±20um内以下1

�产� 能要求⾼，UPH效率要达到5000以上2

轨迹送锡均匀不堆锡，不断锡3

⻓时间稳定运⾏4

07 08



⽅案特点

实现价值

机台稳定性

⻜拍功能

UPH

指令耗时

01

02

03

04

振幅降低10%T型加减速 削尖峰功能
FROM TO

缩短30%停顿拍照 运⾏中拍照
FROM TO

提升10%15000pcs 16000pcs
FROM TO

提升10倍20us 2us
FROM TO

�部分⼯艺功能定制1

�主控兼容多家从站2

指令耗时低、运⾏周期短3

不同⼚家替换兼容性4

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

异常问题追溯-⿊匣⼦功能6

设备介绍

⼯艺流程

软焊料固晶机解决⽅案

软焊料固晶机
����中� ⼤功率器件封装⼯艺
����采⽤软焊料进⾏粘⽚
固晶⼯序：引线框架加热、点锡、固晶、降温。
装⽚区域的⼯作温度较⾼，⼀般在400℃左右。引线框架进⼊加热区域后，⾃⾝温度逐渐上升，并保持在锡丝熔点温度形成恒温。
装⽚⼯艺结束后，引线框架轨道被搬运出加热区，并在冷却机构的作⽤下，温度逐渐降低⾄常温。
需求：定位精准、快速整定、平稳⾼效

点
锡

平
台

点
锡

平
台

送料、
加热轨道

⽀架
⼊料
区域

⽀架
出料
区域

晶圆盘 固晶区域

1 2

晶圆盘
X/Y/R

焊臂X

焊臂Y
右点锡
X/Y/Z
+R

⾏业痛点

�定位精度⾼，定位偏差在±20um内以下1

�产� 能要求⾼，UPH效率要达到5000以上2

轨迹送锡均匀不堆锡，不断锡3

⻓时间稳定运⾏4

07 08



系统拓扑

09 10

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

雷赛

雷赛

运动控制卡

扩展模块

远程IO模块

远程IO模块

远程IO模块

伺服

伺服

闭环步进

闭环步进

闭环步进电机

DMC-E5032S-A32-P04-PCIe

EM03DE-E4

R2EC

PM-3200-1

PM-0032-1

L7EC-L006

L8EC-L003

CL3B-EC507

CL3B-EC503

CME系列

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

DMC-E5032

L8ECL L8ECL L7ECL L7ECL CL3BCL3B

R2模块

L7ECL

⼯控机

⽅案特点

实现价值

机台稳定性

⻜拍功能

UPH

指令耗时

01

02

03

04

振幅降低10%T型加减速 削尖峰功能
FROM TO

缩短30%停顿拍照 运⾏中拍照
FROM TO

提升10%5000pcs 5500pcs
FROM TO

提升10倍20us 2us
FROM TO

�部分⼯艺功能定制1

�主控兼容多家从站2

指令耗时低、运⾏周期短3

不同⼚家替换兼容性4

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

异常问题追溯-⿊匣⼦功能6



系统拓扑

09 10

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

雷赛

雷赛

运动控制卡

扩展模块

远程IO模块

远程IO模块

远程IO模块

伺服

伺服

闭环步进

闭环步进

闭环步进电机

DMC-E5032S-A32-P04-PCIe

EM03DE-E4

R2EC

PM-3200-1

PM-0032-1

L7EC-L006

L8EC-L003

CL3B-EC507

CL3B-EC503

CME系列

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

DMC-E5032

L8ECL L8ECL L7ECL L7ECL CL3BCL3B

R2模块

L7ECL

⼯控机

⽅案特点

实现价值

机台稳定性

⻜拍功能

UPH

指令耗时

01

02

03

04

振幅降低10%T型加减速 削尖峰功能
FROM TO

缩短30%停顿拍照 运⾏中拍照
FROM TO

提升10%5000pcs 5500pcs
FROM TO

提升10倍20us 2us
FROM TO

�部分⼯艺功能定制1

�主控兼容多家从站2

指令耗时低、运⾏周期短3

不同⼚家替换兼容性4

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

异常问题追溯-⿊匣⼦功能6



设备介绍

⼯艺流程

转塔分选机解决⽅案

转塔式分选机是⼀种主电机在中⼼，各个测试⼯位按照⼯序均布在主电机周围的⼀种测试设备，半导体产品随着主电机每⼀步的旋

转被送到各个测试⼯位进⾏加⼯测试，最后被送到包装⼯位包装成产品或者进⾏分类回收。

效率：20�~�60K

需求：定位精准、触发精准、多组⽐较

系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

9 /

主控

IO模块

IO模块

IO模块

伺服

伺服

伺服

直驱

直驱

DMC-E3032S-A32-PCIe

R2EC

PM-3200

PM-0032-N

L7N-100+ACM2L-03A3

L7N-100+ACM2H-0401

L7N-400+ACM2H-0604

L8EC-L

DD⻢达

11 12

DMC-E5032

L8EC-L

R2EC

⼯控机

L7N L7NL7N

打标 测试2

测试1

极性
检测

旋转

编带

强制
排出 上料

转盘

⾏业痛点

�产� 能要求不断提升�UPH�100K1

�成� 本压⼒2

测试机电平信号宽度窄，不以漏信号3

芯⽚不能压坏4

视觉
检测

旋转
换向



设备介绍

⼯艺流程

转塔分选机解决⽅案

转塔式分选机是⼀种主电机在中⼼，各个测试⼯位按照⼯序均布在主电机周围的⼀种测试设备，半导体产品随着主电机每⼀步的旋

转被送到各个测试⼯位进⾏加⼯测试，最后被送到包装⼯位包装成产品或者进⾏分类回收。

效率：20�~�60K

需求：定位精准、触发精准、多组⽐较

系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

9 /

主控

IO模块

IO模块

IO模块

伺服

伺服

伺服

直驱

直驱

DMC-E3032S-A32-PCIe

R2EC

PM-3200

PM-0032-N

L7N-100+ACM2L-03A3

L7N-100+ACM2H-0401

L7N-400+ACM2H-0604

L8EC-L

DD⻢达

11 12

DMC-E5032

L8EC-L

R2EC

⼯控机

L7N L7NL7N

打标 测试2

测试1

极性
检测

旋转

编带

强制
排出 上料

转盘

⾏业痛点

�产� 能要求不断提升�UPH�100K1

�成� 本压⼒2

测试机电平信号宽度窄，不以漏信号3

芯⽚不能压坏4

视觉
检测

旋转
换向



⽅案特点

�程序刷新快1

�第三⽅的兼容性⾼2

应对智能化⼯⼚，MES3

不同⼚家替换兼容性4

实现价值

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

客⼾需要全⾯且专业的⼚家参与产品⽅案快速设计6

异常问题追溯-⿊匣⼦功能7

设备介绍

⼯艺流程

平移式分选机解决⽅案

IC平移式分选机�是将来料芯⽚从托盘吸取后放置到测试⼯装，通过测试机电路硬接触的⽅式，将芯⽚按照测试的电⽓性能进⾏分类

的半导体设备。

芯⽚尺⼨:�2MM�*�2MM�~�8MM�*8MM

效率：10�~�20K

需求：定位精准、快速整定、平稳⾼效

芯⽚载盘传料，机械⼿⼀般四⾄⼋个吸嘴吸取芯⽚，传到测试位，通过测试头按压检测后进⾏分选收料

⾏业痛点

�产�� 能要求不断提升�UPH�12K1

�测� 试头运动必须防呆防撞2

对电控箱安装空间有要求3

效率提升

安全性提升

节省电控箱空间与降低成本

稳定性提升

01

02

03

04

效率提升20%40法兰50W
通⽤E总线

25法兰30W
超⾼性能总线卡

FROM TO

100%防压坏料芯⽚叠料压坏 芯⽚防撞预警
FROM TO

节省空间43%单轴驱动 ⼀拖⼆伺服
FROM TO

测试机信号不漏软件读取 256点�IO触发
FROM TO

与测试机IO交互数量变化多4

13 14



⽅案特点

�程序刷新快1

�第三⽅的兼容性⾼2

应对智能化⼯⼚，MES3

不同⼚家替换兼容性4

实现价值

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

客⼾需要全⾯且专业的⼚家参与产品⽅案快速设计6

异常问题追溯-⿊匣⼦功能7

设备介绍

⼯艺流程

平移式分选机解决⽅案

IC平移式分选机�是将来料芯⽚从托盘吸取后放置到测试⼯装，通过测试机电路硬接触的⽅式，将芯⽚按照测试的电⽓性能进⾏分类

的半导体设备。

芯⽚尺⼨:�2MM�*�2MM�~�8MM�*8MM

效率：10�~�20K

需求：定位精准、快速整定、平稳⾼效

芯⽚载盘传料，机械⼿⼀般四⾄⼋个吸嘴吸取芯⽚，传到测试位，通过测试头按压检测后进⾏分选收料

⾏业痛点

�产�� 能要求不断提升�UPH�12K1

�测� 试头运动必须防呆防撞2

对电控箱安装空间有要求3

效率提升

安全性提升

节省电控箱空间与降低成本

稳定性提升

01

02

03

04

效率提升20%40法兰50W
通⽤E总线

25法兰30W
超⾼性能总线卡

FROM TO

100%防压坏料芯⽚叠料压坏 芯⽚防撞预警
FROM TO

节省空间43%单轴驱动 ⼀拖⼆伺服
FROM TO

测试机信号不漏软件读取 256点�IO触发
FROM TO

与测试机IO交互数量变化多4

13 14



系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

主控

IO模块

IO模块

IO模块

伺服

伺服

步进

步进

DMC-E5032S-Axx-PCIe

R2EC

PM-3200

PM-0032-N

L7EC-L003

L7N-400+ACM2H-0602

2CL3-EC503T

DM422S-IO-24

15 16

⽅案特点

�程序刷新快1

DMC-E5032

L7EC-L

�第三⽅的兼容性⾼2

应对智能化⼯⼚，MES3

不同⼚家替换兼容性4

实现价值

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

客⼾需要全⾯且专业的⼚家参与产品⽅案快速设计6

R2EC

⼯控机

L7N L7NL7N

异常问题追溯-⿊匣⼦功能7

IO驱动器、节省空间8

效率提升

安全性提升

节省电控箱空间与适⽤性

稳定性提升

01

02

03

04

降低测试头CT原CT�720ms 降⾄300ms
FROM TO

效率提升10%点位和连续插补 定制防撞跟随插补
FROM TO

节省空间43%单轴驱动 ⼀拖⼆伺服
FROM TO

测试机信号不漏软件读取 256点�IO触发
FROM TO



系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

主控

IO模块

IO模块

IO模块

伺服

伺服

步进

步进

DMC-E5032S-Axx-PCIe

R2EC

PM-3200

PM-0032-N

L7EC-L003

L7N-400+ACM2H-0602

2CL3-EC503T

DM422S-IO-24

15 16

⽅案特点

�程序刷新快1

DMC-E5032

L7EC-L

�第三⽅的兼容性⾼2

应对智能化⼯⼚，MES3

不同⼚家替换兼容性4

实现价值

调试便利性，EtherCAT组⽹通讯参数批量下载5

客⼾需要全⾯且专业的⼚家参与产品⽅案快速设计6

R2EC

⼯控机

L7N L7NL7N

异常问题追溯-⿊匣⼦功能7

IO驱动器、节省空间8

效率提升

安全性提升

节省电控箱空间与适⽤性

稳定性提升

01

02

03

04

降低测试头CT原CT�720ms 降⾄300ms
FROM TO

效率提升10%点位和连续插补 定制防撞跟随插补
FROM TO

节省空间43%单轴驱动 ⼀拖⼆伺服
FROM TO

测试机信号不漏软件读取 256点�IO触发
FROM TO



设备介绍

⼯艺流程

探针台解决⽅案

探针台设备是将晶圆盘安装在探针台平台上，通过平台移动和视觉搜索定位每颗晶粒的位置，再通过移动探针台平台将每颗晶料移

动⾄探针下⽅，下降探针通过物理连接的⽅式检测每颗晶粒的电⽓性能并记录在MAP地图中。

元件尺⼨:�0.1MM�x�0.1MM�~�0.5MM�x�0.5�MM

效率：20�~�100K

需求：快速定位、快速IO处理

17 18

晶圆盘

X轴

Y轴

摆臂1轴

摆臂2轴

晶盘旋转轴

Z、R轴

Z、R轴

送料
机构

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

主控

控制卡

IO模块

伺服

伺服

SMC-308

DMC-3800

E1

L8P

L7P

系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

DMC-3800

L8P L8P L7P L7P DM3BDM3B

E1模块

L7P

⼯控机

SMC-308

⾏业痛点

�产� 能要求不断提升�UPH�单针80K1

�实�� 际定位精度误差要求在5UM以下2

�不能⼲扰测试机测试3

�有上下料寻边定位需求4



设备介绍

⼯艺流程

探针台解决⽅案

探针台设备是将晶圆盘安装在探针台平台上，通过平台移动和视觉搜索定位每颗晶粒的位置，再通过移动探针台平台将每颗晶料移

动⾄探针下⽅，下降探针通过物理连接的⽅式检测每颗晶粒的电⽓性能并记录在MAP地图中。

元件尺⼨:�0.1MM�x�0.1MM�~�0.5MM�x�0.5�MM

效率：20�~�100K

需求：快速定位、快速IO处理

17 18

晶圆盘

X轴

Y轴

摆臂1轴

摆臂2轴

晶盘旋转轴

Z、R轴

Z、R轴

送料
机构

配置选型

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

主控

控制卡

IO模块

伺服

伺服

SMC-308

DMC-3800

E1

L8P

L7P

系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

DMC-3800

L8P L8P L7P L7P DM3BDM3B

E1模块

L7P

⼯控机

SMC-308

⾏业痛点

�产� 能要求不断提升�UPH�单针80K1

�实�� 际定位精度误差要求在5UM以下2

�不能⼲扰测试机测试3

�有上下料寻边定位需求4



实现价值

针对探针定制功能

寻边功能

UPH

指令耗时

01

02

03

04

效率提升5%普通IO响应 定制多组IO触发急停功能
FROM TO

精度误差<5um伺服编码 全闭环
FROM TO

⼲扰降低通⽤版本 EM版本内置磁环
FROM TO

效率提升3倍单次耗时10s+ 单次耗时3s
FROM TO

⽅案特点

�部分⼯艺功能定制1

�主控兼容多家从站2

指令耗时低、运⾏周期短3

不同⼚家替换兼容性4

全闭环功能5

电压跌落标准6

7 异常问题追溯-⿊匣⼦功能

设备介绍

⼯艺流程

划⽚机解决⽅案

精密划⽚机主要⽤于硅⽚、陶瓷、玻璃、砷化镓等材料的加⼯，也被⼴泛应⽤于集成电路（� IC）、半导体等⾏业。划⽚机作为半导体芯⽚

后道⼯序的加⼯设备之⼀，⽤于晶圆的划⽚、分割或开槽等微细加⼯，其切割的质量与效率直接影响到芯⽚的质量和⽣产成本。

需� 求：定位精准、平稳、⾼效

上取物⼿臂

下取物⼿臂

离⼼清洗台
预校准台

⼯作台

⻔型结构

储料盒升降台

1

3

2

⾏业痛点

�安�� 全稳定可靠1

��精度⾼<2um2

测⾼需求3

�设备运⾏需抑制抖动4

19 20
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系统拓扑 ⽅案特点

�环⽹冗余1

�⾼阶螺距补偿2

通讯周期最快62.5us3

测⾼功能4

实现价值

第三⽅兼容性5

系统拓扑

信
息

层
控

制
层

驱
动

层
执

⾏
层

DMC-E3000 R2EC

⼯控机

L7N L7NL7N L8EC-LL8EC-F

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

雷赛

项次 品牌 名称 规格（型号）�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

雷赛

雷赛

/

主控

IO模块

IO模块

IO模块

IO模块

IO模块

伺服

伺服

伺服

直驱

直驱

DMC-E3032�

R2EC�

PM-3200，PM-0032-N�

PM-E0200-D�

PM-A0400-IV，PM-A0004-IV�

PM-T0400-TR�

L7N-400�+�ACM2H-0604�

L8EC-400F�+�ACM2H-0604�

L7N-1000�+�ACM2H�

L8EC-L�

DD⻢达�

配置选型

精度提升

精准对⼑，解决对⼑难的问题

提升系统稳定性能

降低设备运动抖动

01

02

03

04

精度提升⾄1um全闭环+软件补偿 全闭环�+⾼阶螺距补偿
FROM TO

精度稳定1um⾃⾏开发 定制对⼑，简单易⽤
FROM TO

精度提升标准E总线 总线环⽹冗余
FROM TO

抖动降低T形曲线 削尖峰功能，Spuls曲线�
FROM TO
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实现价值
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配置选型
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精度提升⾄1um全闭环+软件补偿 全闭环�+⾼阶螺距补偿
FROM TO
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FROM TO

精度提升标准E总线 总线环⽹冗余
FROM TO

抖动降低T形曲线 削尖峰功能，Spuls曲线�
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设备介绍

晶圆寻边机解决⽅案

雷赛开发的晶圆寻边功能可以兼容CIS传感器��和��基恩⼠传感器，在控制晶圆旋转⼀周的同时，获取⼀圈中各个⻆度传感测得的数据，

通过计算可实现定位晶圆圆⼼，⽅便晶圆上下料和各⼯艺段的衔接。�

23 24

⼯艺流程

实现价值

寻边效率提升

定位精度提升

⽀持多种传感器

⽅便扩展

01

02

03

04

那边时间降⾄3-4ms应⽤层操作 定制专⽤采集功能
FROM TO

精度稳定<5um采集精度12位 升级采集精度⾄16位
FROM TO

传感器类型不受限制⽀持基恩⼠ ⽀持CIS，基恩⼠
FROM TO

外置型控制器PLC或内置控制卡 以态⽹扩展外置卡
FROM TO

⾏业痛点

�寻�� 边效率不断提升1

����精度要求误差<5um2

�不� 受传感器限制3

�⽅便扩展4

⽅案特点

�⽅� 案采⽤雷赛SMC308独⽴式控制器，3-4秒时间可以完成1800点的边缘数据采集。1

�SMC308控制器本体的硬件接⼝⽀持基恩⼠传感器（模拟量）和�CIS传感器（数字量）直接接⼊采集。2

SMC308除了⽀持寻边功能外，本体有8个轴，16输⼊+16输出，⽀持Can扩展模块，⽅便上下料各
种结构需要的辅助轴和IO。

3

提供成功案例硬件接线和软件代码；4
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雷赛智能官⽹ 雷赛智能公众号
获取更多应⽤案例和公司资讯官⽅对外展⽰平台

更多资料的获取途径

雷赛智能在线型录
获取更多产品资料

《半导体⾏业设备运动控制解决⽅案》(2025)
感谢使⽤本选型⼿册，如有任何问题，请拨打免费咨询电话400-885-5521，或直接联系我
们的销售⼈员，我们将第⼀时间为您提供服务。

如有缺⻚、错⻚等情况，我们将为您进⾏更换。
本选型⼿册所记载内容在未经许可的情况下严禁复制，其中所记载的产品系列、名称、型
号和规格等内容，由于种种原因，可能会根据市场变化进⾏更新。产品选型时请及时与各
销售⽹点的⼈员联系，确认实际的规格。
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